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(54) Leiterplattenstapel aus I6ttechnisch miteinander verbundenen Leiterplatten

(57)  Die Erfindung betrifft einen Leiterplattenstapel
(1) bestehend aus zumindest zwei parallel zueinander
und zumindest bereichsweise Ubereinander angeordne-
ten Leiterplatten (2a; 2b; 2c), wobei jeweils zwei benach-
barte Leiterplatten (2a; 2b; 2c) mittels zumindest einer
Lotverbindung (14) miteinander elektrisch und mecha-
nisch in Verbindung stehen, wobei fir eine einfache und
kostengiinstige Herstellbarkeit die Lotverbindung (14)

FG 1

zwischen den benachbarten Leiterplatten (2a; 2b; 2¢) je-
weils zwischen einer auf einer Leiterplattenober-und/
oder -unterseite (3; 4) vorgesehenen Metallbeschichtung
(9; 10; 11; 12) der ersten Leiterplatte (2a; 2c) und einer
durchgehenden Durchkontaktierung (5; 6) der zweiten
Leiterplatte (2b) besteht, wobei die Durchkontaktierung
(5; 6) zu einer der Létverbindung (14) gegeniberliegen-
den Leiterplattenseite (3; 4) der zweiten Leiterplatte (2b)
hin offen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Leiterplattenstapel
aus zumindest zwei Uibereinander und parallel zueinan-
der angeordneten Leiterplatten, die mittels einer Lotver-
bindung miteinander elektrisch leitend und mechanisch
verbunden sind.

[0002] Es ist bekannt, mehrere libereinander und par-
allel zueinander angeordnete Leiterplatten 200 derart
miteinander l6ttechnisch zu verbinden, dass die Leiter-
platten 200 im Bereich von einfachen, durchgehenden
Létpads 201, 202 miteinander verl6tet sind (Fig. 2). Dazu
weist die jeweils obere Leiterplatte 200 an ihrer Leiter-
plattenunterseite 203 ein oberes Létpad 201 auf, und die
jeweils untere Leiterplatte 200 weist an ihrer der oberen
Leiterplatte 200 zugewandten Leiterplattenoberseite 204
ein unteres Létpad 202 auf. Die beiden Leiterplatten 200
sind dabei so angeordnet bzw. positioniert, dass die bei-
den Létpads 201, 202 Ubereinander bzw. in einer Rich-
tung senkrecht zur Erstreckung der Leiterplatten 200 zu-
einander fluchtend angeordnet sind. Die Verbindung der
beiden Leiterplatten 200 erfolgt beispielsweise durch
Aufbringen von Lot 205, z. B. Létzinn, auf das untere
Lotpad 202, anschlieRendes Positionieren der oberen
Leiterplatte 200 und Zusammenpressen der beiden Lei-
terplatten 200. Die beiden Létpads 201, 202 sind dann
I6ttechnisch miteinander verbunden. Das Verl6ten der
beiden sich gegenliberliegenden flachen Flachen erfolgt
dabei ohne die bekannte Meniskusbildung. Von den L&t-
pads 201, 202 flhren in an sich bekannter Weise Leiter-
bahnen 206 weg, z. B. zu Durchkontaktierungen 207.
Zudem ist Lotstoplack 208 auf die Leiterbahnen 206 auf-
gebracht.

[0003] Schwierig bei dieser Verbindungsart ist, die
richtige und vor allem ausreichende Menge an Lot 205
zu verwenden. Denn bei Verwendung von zu viel Lot 205
besteht die Gefahr, dass das Lot 205 zwischen den Lei-
terplatten 200 verlauft, was zu Kurzschliissen mit ande-
ren Verbindungen fiihren kann. Und bei Verwendung von
zu wenig Lot 205 und eine damit notwendige starke Ver-
pressung entsteht eine schlechte, diinne und damit leicht
brechende Létverbindung.

[0004] Um diese Probleme zu lésen, ist es bekannt,
bei einer der beiden miteinander zu verbindenden Lei-
terplatten 200 anstelle der Lotpads 201, 202 eine halb-
offene, halbzylindrische Durchkontaktierung 209 vorzu-
sehen und das Létpad 201, 202 der einen Leiterplatte
200 mit der halboffenen Durchkontaktierung 209 der an-
deren Leiterplatte 200 I6ttechnisch zu verbinden (Fig. 3).
Bei dieser Verbindungsart ist von Vorteil, dass das tUber-
schissige Lot 205 in die halboffene Durchkontaktierung
209 hinein fliet und es somit zu keinem Kurzschluss mit
anderen Verbindungen kommt. Allerdings ist die Herstel-
lung der halboffenen Durchkontaktierung 209 aufwendig.
Denn dazu muss zunachst im Kantenbereich der Leiter-
platte 200 eine normale, geschlossene Durchkontaktie-
rung 207 hergestellt werden und diese anschlieRend in
einem zusatzlichen Verfahrensschritt wieder aufgefrast
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werden. Zudem muss das Auffrdsen von beiden Leiter-
plattenseiten 203, 204 her erfolgen, da ansonsten eine
Metallbeschichtung bzw. Metallisierung 210 der Durch-
kontaktierung 209 ausfranst. AuRerdem muss die Ver-
bindung der beiden Leiterplatten 200 zwangsweise im
Kantenbereich der die halboffene Durchkontaktierung
209 aufweisenden Leiterplatte 200 erfolgen.

[0005] Des Weiteren ist es aus der US 6,076,726 A
bekannt, nach der sogenannten "Via-in-Pad"-Technolo-
gie Durchkontaktierungen in einem Létpad vorzusehen
und an Lotpads elektrische Bauteile, insbesondere
BGAs (Ball Grid Array) elektrisch leitend anzubinden. Die
US 6,076,726 A offenbart dazu zwei verschiedene Mdg-
lichkeiten zur Anbindung von BGAs an die Létpads. Um
zu verhindern, dass beim Verléten das gesamte Lot auf-
grund von Kapillarkraften in die Durchkontaktierung hin-
ein gezogen wird, wird gemaf der US 6,076,726 A zu-
nachst die Durchkontaktierung mit einem anderen Ma-
terial als dem Lotmaterial, das bei Lottemperatur stabil
ist, verstopft und anschlieBend das Lot darauf aufge-
bracht und verlétet. Nach einer anderen in der US
6,076,726 A offenbarten Verbindungsmaglichkeit wird
die Durchkontaktierung mit einem Material beschichtet,
das abstofend auf das Lotmaterial wirkt und nicht von
diesem benetzt wird. Das Verl6ten der BGAs an die L6t-
pads erfolgt dabei mit der bekannten Meniskusbildung,
so dass diese Art des Verlétens nicht mit dem Verléten
und gleichzeitigen Verpressen von flachen Flachen wie
in den vorangegangenen Beispielen vergleichbar ist.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist die Bereitstellung ei-
nes Leiterplattenstapels aus zumindest zwei Ubereinan-
der und parallel zueinander angeordneten, miteinander
elektrisch und mechanisch I6ttechnisch miteinander ver-
bundenen Leiterplatten, der einfach und kostengunstig
herstellbar ist und eine sichere I6ttechnische Verbindung
der Leiterplatten gewahrleistet.

[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gel6st. Vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung sind in den Unteranspriichen gekennzeichnet.
[0008] GemaR der Erfindung besteht der erfindungs-
gemale Leiterplattenstapel aus zumindest zwei parallel
zueinander und zumindest bereichsweise Ubereinander
angeordneten Leiterplatten, wobei jeweils zwei benach-
barte Leiterplatten mittels zumindest einer Létverbin-
dung miteinander elektrisch und mechanisch in Verbin-
dung stehen. Die Létverbindung zwischen den benach-
barten Leiterplatten besteht dabei erfindungsgeman je-
weils zwischen einer auf einer Leiterplattenober- und/
oder - unterseite vorgesehenen Metallbeschichtung, z.
B. einem Pad, der ersten Leiterplatte und einer durchge-
henden Durchkontaktierung der zweiten Leiterplatte, wo-
bei die Durchkontaktierung zu einer der Létverbindung
gegenlberliegenden Leiterplattenseite der zweiten Lei-
terplatte hin offen ist.

[0009] Insbesondere sind das Pad der ersten Leiter-
platte und die Durchkontaktierung mittels dazwischen
vorgesehenem Lot miteinander verlétet.

[0010] Zudemsinddas Pad derersten Leiterplatte und
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die Durchkontaktierung zweckmaRigerweise in einer
Richtung senkrecht zur flichenmaRigen Erstreckung der
Leiterplatten zueinander fluchtend und sich gegenuber-
liegend angeordnet.

[0011] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
Zeichnung beispielhaft ndher erlautert. Es zeigen

Schematisch einen Schnitt durch einen erfin-
dungsgemaflen Leiterplattenstapel senk-
recht zur Erstreckung von Leiterplatten des
erfindungsgemalen Leiterplattenstapels im
Bereich der I6ttechnischen Verbindung,

Figur 1:

Figur 2.  Schematisch einen Schnitt analog zu Fig. 1
durch einen Leiterplattenstapel gemafl dem
Stand der Technik senkrecht zur Erstreckung
der Leiterplatten des Leiterplattenstapels im
Bereich der I6ttechnischen Verbindung,
Figur 3:  Schematisch einen Schnitt analog zu Fig. 1
durch einen Leiterplattenstapel gemaR ei-
nem weiteren Stand der Technik senkrecht
zur Erstreckung der Leiterplatten des Leiter-
plattenstapels im Bereich der I6ttechnischen
Verbindung.

[0012] Der erfindungsgemafle Leiterplattenstapel
bzw. das erfindungsgemale Leiterplattenmodul 1 be-
steht aus zumindest zwei, vorzugsweise zwei bis funf,
insbesondere drei, Leiterplatten 2a, 2b, 2¢ (Fig. 1). Die
Leiterplatten 2a, 2b, 2c sind parallel zueinander und zu-
mindest bereichsweise Ubereinander bzw. in einer Rich-
tung senkrecht zur flachenmaRigen Erstreckung der Lei-
terplatten 2a, 2b, 2c zumindest bereichsweise fluchtend
zueinander angeordnet. AuRerdem sind die Leiterplatten
2a, 2b, 2c vorzugsweise quaderférmig ausgebildet und
weisen je eine Leiterplattenoberseite 3 und eine dazu
parallele Leiterplattenunterseite 4 sowie zweckmaRiger-
weise vier paarweise zueinander und zur Leiterplatten-
oberseite 3 senkrechte Leiterplattenseitenkanten 15 auf.
ZweckmaRigerweise sind die Leiterplatten 2a, 2b, 2¢ zu-
dem so angeordnet, dass ihre Leiterseitenkanten 15
paarweise parallel zueinander ausgerichtet sind, wobei
die Leiterseitenkanten 15 in einer Richtung senkrecht zur
Erstreckung der Leiterplatten 2a, 2b, 2c zueinander
fluchtend oder versetzt zueinander angeordnet sind.
[0013] DesWeiterenbestehendie Leiterplatten 2a, 2b,
2c aus elektrisch isolierendem Material, vorzugsweise
aus Epoxidharz mit Glasfasergewebe, z. B. FR4 oder
FR5, und/oder Keramik und/oder PTFE (Polytetrafluore-
thylen), letzteres ist bspw. unter dem Handelsnamen Te-
flon bekannt.

[0014] Zudemweistdie mittlere Leiterplatte 2b des Lei-
terplattenstapels 1 eine erste und eine zweite von der
Leiterplattenoberseite 3 zur Leiterplattenunterseite 4
durchgehende Durchkontaktierung (Plated Through Ho-
le - PTH) 5, 6 auf. Die beiden Durchkontaktierungen 5,
6 sind zweckmaRigerweise im Kantenbereich der mittle-
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ren Leiterplatte 2b und versetzt zueinander angeordnet.
Bei den durchgehenden Durchkontaktierungen 5, 6 han-
delt es sich jeweils um eine Durchgangsbohrung 7, die
an ihrer Innenflache eine Metallbeschichtung bzw. Me-
tallisierung 8 aufweist. An der Leiterplattenoberseite 3
und der Leiterplattenunterseite 4 miindet die Metallisie-
rung 8 jeweils in ein, vorzugsweise ringférmiges, Durch-
kontaktierungspad 9 der Durchkontaktierung 5, 6 und ist
mit diesem elektrisch leitend verbunden. Das Durchkon-
taktierungspad 9 umgibt also die Durchgangsbohrung 6
auf der Leiterplattenoberseite 3 bzw. der Leiterplatten-
unterseite 4. Es steht zudem zweckmaRigerweise mit zu-
mindest einer von der Durchkontaktierung 5, 6 wegfiih-
renden Leiterbahn 10 in elektrisch leitender Verbindung.
Vorzugsweise ist je eine Leiterbahn 10 vorgesehen, die
die beiden auf der Leiterplattenoberseite 3 und die bei-
den auf der Leiterplattenunterseite 4 der mittleren Leiter-
platte 2b angeordneten Durchkontaktierungspads 9 der
ersten Durchkontaktierung 5 und der zweiten Durchkon-
taktierung 6 miteinander elektrisch leitend verbindet.
[0015] Des Weiteren weist die obere, zur mittleren Lei-
terplatte 2b benachbarte, Leiterplatte 2a des aus drei Lei-
terplatten 2a, 2b, 2c bestehenden Leiterplattenstapels 1
an ihrer Leiterplattenunterseite 4, also an der der mittle-
ren Leiterplatte 2b zugewandten Leiterplattenseite, ein
einfaches, vorzugsweise durchgehendes, also nicht
durch eine Durchkontaktierung 5, 6 unterbrochenes, L6t-
pad 11 auf. Die untere, ebenfalls zur mittleren Leiterplatte
2b benachbarte, Leiterplatte 2¢ weist ein derartiges L6t-
pad 12 an ihrer Leiterplattenoberseite 3, also ebenfalls
an ihrer der mittleren Leiterplatte 2b zugewandten Lei-
terplattenseite, auf. Von den Létpads 11, 12 fihren Lei-
terbahnen 10 zu Bauteilen oder weiteren Durchkontak-
tierungen, etc. der Leiterplatten 2a, 2b weg (nicht darge-
stellt). Zudem weisen die Loétpads 11, 12 zweckmaRiger-
weise einen rechteckigen Umriss auf.

[0016] Die mittlere Leiterplatte 2b ist so angeordnet,
dass die erste Durchkontaktierung 5 zum Létpad 11 der
oberen Leiterplatte 2a in einer Richtung senkrecht zur
flachenmafigen Erstreckung der Leiterplatten 2a, 2b, 2c
fluchtend und zu diesem gegeniiberliegend angeordnet
ist, wobei das Lotpad 11 der oberen Leiterplatte 2a und
die erste Durchkontaktierung 5 mittels dazwischen vor-
gesehenem Lot 13 miteinander verlétet sind. Die beiden
miteinander zu verbindenden Leiterplatten 2a, 2b sind
also im Bereich der Lotverbindung 14 in einer Richtung
senkrecht zur flachenmaRigen Erstreckung der Leiter-
platten 2a, 2b, 2c zueinander fluchtend angeordnet, wo-
bei zweckmaRigerweise die Leiterplattenseitenkante 15
der mittleren Leiterplatte 2b, in deren Bereich die Durch-
kontaktierungen 5, 6 vorgesehen sind, etwas ins Innere
des Leiterplattenstapels 1 versetzt angeordnet ist. Die
Lotverbindung 14 besteht dabei vorwiegend zwischen
dem Durchkontaktierungspad 9 der ersten Durchkontak-
tierung 5 und dem Létpad 11. Je nach der verwendeten
Menge an Lot 13 kann etwas Lot 13 aber auch in die
Durchkontaktierung 5 eindringen, so dass auch die Me-
tallisierung 8 durch das Lot 13 kontaktiert wird und die
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I6ttechnische Verbindung 14 zwischen der Metallisie-
rung 8 und dem Durchkontaktierungspad 9 der Durch-
kontaktierung 5 und dem Létpad 11 besteht.

[0017] Zudem ist die mittlere Leiterplatte 2b so ange-
ordnet, dass die zweite Durchkontaktierung 6 zum L6t-
pad 12 der unteren Leiterplatte 2cin einer Richtung senk-
recht zur flachenmafigen Erstreckung der Leiterplatten
2a, 2b, 2c¢ fluchtend und zu diesem gegeniiberliegend
angeordnet ist, wobei das Lotpad 12 der unteren Leiter-
platte 2c und die zweite Durchkontaktierung 6 ebenfalls
mittels dazwischen vorgesehenem Lot 13 miteinander
verl6tet sind. Die beiden miteinander zu verbindenden
Leiterplatten 2b, 2c sind also ebenfalls im Bereich der
Lotverbindung 14 in einer Richtung senkrecht zur Er-
streckung der Leiterplatten 2a, 2b, 2c zueinander fluch-
tend angeordnet. Die Létverbindung 14 bestehtauch hier
vorwiegend zwischen dem Durchkontaktierungspad 9
der ersten Durchkontaktierung 5 und dem Létpad 11.
Aber auch hier kann die Metallisierung 8 ebenfalls kon-
taktiert bzw. verldtet sein.

[0018] Dabeiistdie erste Durchkontaktierung5gemaf
der Erfindung zur Leiterplattenunterseite 4 der mittleren
Leiterplatte 2b hin offen und die zweite Durchkontaktie-
rung 6 ist zur Leiterplattenoberseite 4 der mittleren Lei-
terplatte 2b hin offen.

[0019] Dadurchwird erreicht, dass zuviel vorhandenes
Lot 13 in den Durchkontaktierungen 5, 6 aufgenommen
werden kann und es zu keinem Kurzschluss mit anderen
Verbindungen kommt. Es besteht damit auch nicht mehr
die Gefahr, zu wenig Lot 13 zu verwenden, da das Ver-
wenden von zu viel Lot 13 unproblematisch ist, und man
einfach etwas mehr Lot 13 verwenden kann, um sicher
zu gehen, dass eine bruchsichere Létverbindung 14 er-
halten wird. Dadurch, dass die Durchkontaktierungen 5,
6 auf der der Létverbindung 14 gegeniberliegenden Lei-
terplattenseite 3, 4 hin offen sind, wird zudem gewahr-
leistet, dass keine Luft oder sonstige Gase in den Durch-
kontaktierungen 5, 6 eingeschlossen werden und durch
die Erwdrmung beim Verléten das Lot 13 verdrangt.
[0020] Das Herstellen der erfindungsgemafen Leiter-
plattenstapel 1 ist zudem sehr kostenglinstig, da her-
kdmmliche, mit Durchkontaktierungen 5, 6 versehene
Leiterplatten 2a, 2b, 2c verwendet werden kénnen. Die
Leiterplatten 2a, 2b, 2c kénnen je nach Anwendungs-
zweck auf ihren Leiterplattenober- und -unterseiten 3, 4
weitere Leiterbahnen 10, Létpads 11, 12, unterschiedli-
che Arten von Durchkontaktierungen und elektronische
Bauteile aufweisen (nicht dargestellt). Zudem ist vor-
zugsweise Lotstoplack 16 auf die freiliegenden Leiter-
bahnen 10 und Pads 9, 11, 12 aufgebracht.

[0021] GemaR einer weiteren Ausfihrungsform der
Erfindung (nicht dargestellt) weisen die obere und die
untere Leiterplatte 2a, 2c oder eine von beiden anstelle
der einfachen, durchgehenden Létpads 11, 12 je eine,
vorzugsweise durchgehende, Durchkontaktierung 5, 6
mit einem I6tverbindungsseitig diese umgebendem
Durchkontaktierungspad 9 auf. Die Lotverbindung 14 be-
stehtdann zwischen den Durchkontaktierungspads 9 der
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beiden Durchkontaktierungen 5, 6 der beiden zu verbin-
denden Leiterplatten 2a, 2b, 2c und gegebenenfalls den
Metallisierungen 8. Auch die anstelle der Létpads 11, 12
vorgesehenen Durchkontaktierungen 5, 6 der oberen
und der unteren Leiterplatte 2a, 2c sind dann vorzugs-
weise zu der der Létverbindung 14 abgewandeten Lei-
terplattenseite 3, 4 hin offen, um ein AbflieRen des Lots
13 zu ermdglichen. Sie kdnnen aber auch als so genann-
te "blind vias" ausgefiihrt sein, da es ausreicht, wenn das
Lot 13 zu einer Seite hin abflieBen kann. "Blind vias" sind
innenseitig metallisierte Sackldcher, die nicht vollstandig
durch die Leiterplatte durchgehen und jeweils auf der
Ober- oder Unterseite 3, 4 einer Leiterplatte 2a, 2¢ be-
ginnen und ebenfalls ein Durchkontaktierungspad 9 auf-
weisen. Das "blind via" ist also zu der der Létverbindung
14 gegenliberliegenden Seite hin geschlossen ausge-
fuhrt.

[0022] Médglich ist zudem, dass die Lotverbindung 14
der zu verbindenden Leiterplatten 2a, 2b, 2c zwischen
einer Durchkontaktierung 5, 6 und einer Leiterbahn 10
besteht. Denn sowohl die Leiterbahnen 10 als auch die
Létpads 11, 12 und das Durchkontaktierungspad 9 sind
Metallisierungen bzw. Metallbeschichtungen, die an der
Leiterplattenunterseite 4 und der Leiterplattenoberseite
3 oberflachig aufgebracht sind und die Létverbindung 14
kann zwischen einer Durchkontaktierung 5, 6 der einen
Leiterplatte 2b einerseits und jeglicher Art von solchen
Metallbeschichtungen der anderen Leiterplatte 2a, 2c
bestehen.

[0023] Nach einer weiteren Ausfiihrungsform der Er-
findung (nicht dargestellt) sind die beiden zu verbinden-
den Leiterplatten 2a, 2b, 2c mittels mehrerer, flachenma-
Rig verteilter, erfindungsgemaRer Lotverbindungen 14
miteinander verbunden.

Patentanspriiche

1. Leiterplattenstapel (1) bestehend aus zumindest
zwei parallel zueinander und zumindest bereichs-
weise Ubereinander angeordneten Leiterplatten (2a;
2b; 2c), wobei jeweils zwei benachbarte Leiterplat-
ten (2a; 2b; 2c) mittels zumindest einer Létverbin-
dung (14) miteinander elektrisch und mechanisch in
Verbindung stehen,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Létverbindung (14) zwischen den benachbarten
Leiterplatten (2a; 2b; 2c) jeweils zwischen einer auf
einer Leiterplattenober- und/oder -unterseite (3; 4)
vorgesehenen Metallbeschichtung (9; 10; 11; 12)
der ersten Leiterplatte (2a; 2c) und einer durchge-
henden Durchkontaktierung (5; 6) der zweiten Lei-
terplatte (2b) besteht, wobei die Durchkontaktierung
(5; 6) zu einer der Lotverbindung (14) gegeniberlie-
genden Leiterplattenseite (3; 4) der zweiten Leiter-
platte (2b) hin offen ist.

2. Leiterplattenstapel nach Anspruch 1,
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dadurch gekennzeichnet, dass
die Létverbindung (14) zwischen den benachbarten
Leiterplatten (2a; 2b; 2c) jeweils zwischen einem
Pad (9; 11; 12) der ersten Leiterplatte (2a; 2¢) und
der durchgehenden Durchkontaktierung (5; 6) der
zweiten Leiterplatte (2b) besteht.

Leiterplattenstapel nach Anspruch 2,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Pad (9; 11; 12) der ersten Leiterplatte (2a; 2c)
und die Durchkontaktierung (5; 6) mittels dazwi-
schen vorgesehenem Lot (13) miteinander verlotet
sind.

Leiterplattenstapel nach Anspruch 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Pad (9; 11; 12) der ersten Leiterplatte (2a; 2c)
und die Durchkontaktierung (5; 6) in einer Richtung
senkrecht zur flichenmaRigen Erstreckung der Lei-
terplatten (2a; 2b; 2c) zueinander fluchtend und sich
gegeniberliegend angeordnet sind.

Leiterplattenstapel nach einem oder mehreren der
Anspriche 1 bis 4,

dadurch gekennzeichnet, dass

die beiden miteinander zu verbindenden Leiterplat-
ten (2a; 2b; 2c) im Bereich der Lotverbindung (14)
in einer Richtung senkrecht zur Erstreckung der Lei-
terplatten (2a; 2b; 2c¢) zueinander fluchtend ange-
ordnet sind.

Leiterplattenstapel nach einem oder mehreren der
Anspriiche 1 bis 5,

dadurch gekennzeichnet, dass

eine durchgehende Durchkontaktierung (5; 6) eine
Durchgangsbohrung (7) aufweist, die an ihrer Innen-
flache eine Metallisierung (8) und an einer Leiterplat-
tenoberseite (3) und einer Leiterplattenunterseite (4)
je ein Durchkontaktierungspad (9) aufweist, mit dem
die Metallisierung (8) elektrisch leitend verbunden
ist, wobei das Durchkontaktierungspad (9) die
Durchgangsbohrung (7) umgibt.

Leiterplattenstapel nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Létverbindung (14) zwischen dem Durchkontak-
tierungspad (9) der Durchkontaktierung (5; 6) und
dem Pad (9; 11; 12) besteht.

Leiterplattenstapel nach Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Létverbindung (14) zuséatzlich zwischen der Me-
tallisierung (8) der Durchkontaktierung (5) und dem
Pad (9; 11; 12) besteht.

Leiterplattenstapel nach einem oder mehreren der
Anspriche 2 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

die Létverbindung (14) jeweils zwischen einem ein-
fachen, durchgehenden Létpad (11; 12) der ersten
Leiterplatte (2a; 2c) und der durchgehenden Durch-
kontaktierung (5; 6) der zweiten Leiterplatte (2b) be-
steht.

Leiterplattenstapel nach einem oder mehreren der
Anspriche 1 bis 8,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Lotverbindung (14) jeweils zwischen einem
Durchkontaktierungspad (9) einer durchgehenden
Durchkontaktierung (5; 6) oder einer als innenseitig
metallisiertes Sackloch ausgeflihrten Durchkontak-
tierung der ersten Leiterplatte (2a; 2c) und der durch-
gehenden Durchkontaktierung (5; 6) der zweiten Lei-
terplatte (2b) besteht.

Leiterplattenstapel nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Durchkontaktierung (5; 6) der ersten Leiterplatte
(2a; 2c¢) zur der Loétverbindung (14) gegeniiberlie-
genden Leiterplattenseite (3; 4) der ersten Leiterplat-
te (2a; 2c) hin offen oder geschlossen ist.

Leiterplattenstapel nach einem oder mehreren der
Anspriche 1 bis 11,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Leiterplatten (2a; 2b; 2c) quaderférmig ausgebil-
det sind und je eine Leiterplattenoberseite (3) und
eine dazu parallele Leiterplattenunterseite (4) sowie
vier paarweise zueinander und zur Leiterplatten-
oberseite (3) senkrechte Leiterplattenseitenkanten
(15) aufweisen.

Leiterplattenstapel nach einem oder mehreren der
Anspriiche 1 bis 12,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Leiterplattenstapel (1) aus drei Leiterplatten (2a;
2b; 2c), namlich einer oberen Leiterplatte (2a), einer
unteren Leiterplatte (2c) und einer zwischen diesen
angeordneten Leiterplatte (2b) besteht.

Leiterplattenstapel nach Anspruch 13,

dadurch gekennzeichnet, dass

die mittlere Leiterplatte (2b) eine erste und eine zwei-
te durchgehende Durchkontaktierung (5; 6) auf-
weist.

Leiterplattenstapel nach Anspruch 14,

dadurch gekennzeichnet, dass

die beiden Durchkontaktierungen (5; 6) im Kanten-
bereich der mittleren Leiterplatte (2b) und versetzt
zueinander angeordnet sind.

Leiterplattenstapel nach einem oder mehreren der
Anspriche 13 bis 15,

dadurch gekennzeichnet, dass

die obere Leiterplatte (2a) an ihrer Leiterplattenun-



17.

18.

19.

20.
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terseite (4) ein einfaches, durchgehendes, also nicht
durch eine Durchkontaktierung (5; 6) unterbroche-
nes, Létpad (11) aufweist.

Leiterplattenstapel nach einem oder mehreren der
Anspriche 13 bis 16,

dadurch gekennzeichnet, dass

die untere Leiterplatte (2c) an ihrer Leiterplatten-
oberseite (3) ein einfaches, durchgehendes, also
nicht durch eine Durchkontaktierung (5; 6) unterbro-
chenes, Lotpad (12) aufweist.

Leiterplattenstapel nach Anspruch 16 und/oder 17,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Loétpad (11) der oberen Leiterplatte (2a) und die
erste Durchkontaktierung (5) mittels dazwischen
vorgesehenem Lot (13) miteinander verlétet sind.

Leiterplattenstapel nach einem oder mehreren der
Anspriiche 16 bis 18,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Létpad (12) der unteren Leiterplatte (2¢) und die
zweite Durchkontaktierung (6) mittels dazwischen
vorgesehenem Lot (13) miteinander verlétet sind.

Leiterplattenstapel nach einem oder mehreren der
Anspruche 13 bis 19,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Leiterplattenseitenkante (15) der mittleren Lei-
terplatte (2b), in deren Bereich die Durchkontaktie-
rungen (5; 6) vorgesehen sind, etwas ins Innere des
Leiterplattenstapels (1) versetzt angeordnet ist.
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